esp@cenet document view 



Page 1 of 1 



?7 

Method for producing a component layer, comprising active or passive 
components for manufacturing chip cards, ID cards, etc. that provides a very 
smooth card surface while using a minimal amount of glue 
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Abstract of DE1 01 08930 

Lower mounting plate (1) has non- sticky layer (2) applied to it with base plate (4) held on non- sticky 
layer by vacuum applied via vacuum openings (3). Base plate has punched holes or recesses (5) for 
components (6). Upper mounting plate (7) has glue transfer layer (8) with glue islands positioned so 
they correspond to position of components. Upper layer is applied to lower layer, glue sets around 
components and upper layer is removed. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

® Verfahren zum Herstellen eines Komponentenlayers 
© Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen ei- 
nes Komponentenlayers, enthaltend aktive und/oder pas- 
sive Bauelemente zur Fertigung von Karten, insbesonde- 
re Chipkarten, ID-Karten oder dergleichen, wobei die Bau- 
elemente in Ausstanzungen oder Aussparungen einer Ba- 
sisplatte oder -folie aufgenommen und mittels eines Kle- 
bers fixiert sind. ErfindungsgemaB wird auf einer unteren 
Fugeplatte einer Fugeeinrichtung eine Antikleberhaftbe- 
schichtung oder eine Antikleberfolie aufgebracht, die Ba- 
sisplatte aufgelegt und mil Bauelementen bestuckt. Auf 
einer oberen Fugeplatte der Fugevorrichtung ist eine Kle- 
bertransferfolie befindlich, welche Klebstoffinseln ent- 
sprechend der Konfiguration der Ausstanzungen oder 
Aussparungen in der Basisplatte und den dort befindli- 
chen Bauelementen aufweist. Uber eine Relativbewe- 
gung der Fugeplatten zueinander wird der Klebstoff uber- 
tragen und es werden die Ausnehmungen oder Ausspa- 
rungen formgebend unter Erhalt einer im wesentlichen 
ebenen Oberflache verfullt. Mit beginnendem Vernetzen 
oder Ausharten des Klebers kann dann die Klebertransfer- 
folie entfernt und der Komponentenlayer zur weiteren 
Verarbeitung der Fugevorrichtung entnommen werden. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstel- 
len eines Komponentenlayers, enthaltend aktive und/oder 
passive Bauelemente zur Fertigung von Karten, insbeson- 
dere Chipkarten, ID-Karteii oder dergleichen, wobei die 
Bauelemente in Ausstanzungen oder Aussparungen einer 
Basisplatte oder -folie aufgenommen und mittels eines Kle- 
bers fixiert sind, gemaB Oberbegriff des Patentanspruchs 1. 
[0002] Aus der PCT- WO 98/18623 ist ein Verfahren und 
eine Vorrichtung zur Herstellung von Chipkarten, ID-Karten 
oder dergleichen bekannt. 

[0003] Die Herstellung derartiger Karten erfolgt nach dem 
bekannten Stand der Technik normalerweise durch Autlami- 
nieren, also einem thermischen ProzeB, bei welchem Stapel 
von iibereinander liegenden Karten oder Kartenbogen gef er- 
tigt werden. Bei vielen Fallen, insbesondere dann, wenn Zu- 
satzelemente wie Magnetstreifen, Fotografien oder derglei- 
chen miteinlaminiert werden, konnen Hohenunterschiede 
bzw. UnregelmaBigkeiten der AuBehkontur entstehen mit 
der Folge von Schwierigkeiten beim spateren Bedrucken. 
Ahnliche Probleme entstehen dann, wenn Karten mit in ei- 
ner Ausnehmung befindlichem Chip mit einer Deckschicht 
versehen werden sollen. 

[0004] Um eine optimale Kartenoberflache zu erhalten, 
wird nun nach PCT- WO 98/18623 vorgeschlagen, wahrend 
des eigentlichen Laminiervorgangs, d. h. im Zuge des Auf- 
bringens einer Deckfolie oder Deckschicht ein Vakuum zu 
erzeugen, das dem Austreiben von Lufteinschliissen bzw. 
von Gasen dient, die beim Abbinden eines verwendeten 
Klebers entstehen. Das den Kartenkorper einschlieBlich 
Kleber und Deckfolie umgebende Vakuum bleibt minde- 
stens so lange erhalten, bis ein ausreichendes Ausharten des 
Klebers gegeben ist. 

[0005] Vorrichtungsseitig ist bei der zitierten Lehre eine 
Aumahmeplatte fur den Kartenkorper vorgesehen, die mit 
einem absenkbaren Laminierstempel zusammenwirkt. Der 
zwischeri dem absenkbaren Laminierstempel und der Auf- 
nahmeplatte fur den Kartenkorper verbleibende Raum ist 
evakuierbar, wofur zweckmaBigerweise eine umlaufende 
elastische Dichtung vorgesehen ist. Die Unterseite des ab- 
senkbaren Laminierstempels nimmt die Deckfolie auf, die 
die spatere Deckschicht des Karten korpers bildet. Diese 
Deckfolie kann eiektrostatisch oder mittels Vakuum am ab- 
senkbaren Laminierstempel fixiert sein. Es ist also die mit 
der Deckschicht zu yersehende Flache der Karte in ihrer Ge- 
samtheit mit einer Kleberschicht zu versehen, wobei die 
Deckschicht bzw. das Overlay auf ihrer, dem Kartenkorper 
abgewandteh Flache auf einer Formflache derart und so 
lange wahrend des Aushartens des Klebers fixiert gehalten 
wird, dafi die AuBenkontur der Deckfolie und damit die Au- 
Benkontur der fertigen ID-Karte der Kontur der Formflache 
entspricht, wobei das Halten der Deckschicht sowie das 
mindestens teilweise Ausharten des Klebers im Vakuum mit. 
dem Zweck der Vermeidung der vorerwahnten Luftein- 
schlusse und der Entfemung von Gasen beim Abbinden des 
Klebers erfolgt. 

[0006] Der Kleber kann mittels einer Rakel auf den Kar- 
tenkorper aufgebracht bzw. aufges trie hen werden, wobei 
auch ein Schablonendruck- oder Siebdruckverfahren denk- 
bar ist. 

[0007] Aufgrundder Tatsache des vollflachigen Aufbrin- 
gens von schr teuren Klebstoffcn steigen die Fertigungsko- 
sten. Auch kann in den Rand- oder Kantenbereichen in un- 
erwunschter Weise Kleber auslreten, was zu noi.wendigcn 
Nacharbeiten an der leri.igcn Kurte fuhrt. 
|()()()8] Bei (leni Verfahren und der Vorrichtung zum Vcr- 
KUIIcn von MohlrSumen gemaB PCT- WO 96/3 1841 werden 



)8 930 A 1 

2 

bei kontakdosen Chipkarten elektronische Bauteile in Hohl- 
raume innerhalb der Karte eingesetzt. Um das Verfullen der 
Hohlraume mit Fullmaterial einfacher zu gestaken, wird 
dort vorgeschlagen, ein Sieb aufzulegen, das im Offnungs- 

5 bereich der Chipkarte offene Maschen hat, um Fullmaterial 
mittels einer Rakel in die Hohlraume einzubringen. Die 
Hohlraume sollen in mehreren, nacheinander stattfindenden 
Arbeitsgangen verfullt werden, um die gewunschte glatte 
Oberflachenstruktur zu erhalten. 

10 [0009] Es hat sich jedoch gezeigt, daB auch bei dieser Lo- 
sung Niveauunterschiede zwischen den in den Kartenaus- 
nehmungen eingebrachten Bauelementen und der Umge- 
bung des Kartenkorpers verbleiben, die sich insbesondere 
bei hochglanzenden Kartenoberflachen als sehr storend, 

15 weil qualitatsmindemd erweisen. Auch muB bei dem be- 
kannten Stand der Technik fur ein unmittelbares Aufbringen 
des Overlays gesorgt werden, da erst mit dieser Deckschicht 
die gewunschte gleichmaBige Verteilung des Klebers er- 
reicht wird. 

20 [0010] Aus dem Vorgenannten ist es daher Aufgabe der 
Erfindung, ein Verfahren zum Herstellen eines Komponen- 
tenlayers, enthaltend aktive und/oder passive Bauelemente 
zur Fertigung von Karten anzugeben, wobei sicherzustellen 
ist, daB die erhaltene Oberflachenstruktur des weiterverar- 

25 beitbaren Komponentenlayers sehr glatt ist und nur uber 
eine geringe Restwelligkeit verfiigt, die bei spateren Verar- 
beitungsschritten ohne weiteres noch ausgeglichen werden 
kann. Der Komponen ten layer soli stabil und.dicht und damit 
gut weiterverarbeitbar sein, wobei ein weiteres Ziel der Er- 

30 findung darin besteht, die Kleberschicht moglichst dtinn und 
die Klebermenge gering zu halten. 

[0011] Die Losung der Aufgabe der Erfindung erfolgt mit 
einem Verfahren nach Definition des Patentanspruchs 1, wo- 
bei die Unteranspriiche mindestens zweckmaBige Ausge- 

35 staltungen und Weiterbildungen umfassen. 

[0012] Der erfindungsgemaBe Grundgedanke besteht 
demgemaB in der Verwendung einer Klebertransferfolie 
oder einer Klebertransferplatte, die selbst bezogen auf den 
Kleber nicht haftend ist oder mit einer nichthaftenden Be- 

40 schichtung versehen wird. Auf die Oberflache der Kleber- 
transferfolie oder der Klebertransferplatte werden je nach 
Art und GroBe von Aussparungen oder Ausstanzungen in 
der Basisplatte oder -folie Klebstoffinseln aufgebracht. 
[0013] Die Klebertransferfolie oder die Klebertransfer- 

45 platte wird dann in Verbindung mit einer an sich bekannten 
Fugevorrichtung bzw. einer Fiigeplatte in Kontakt mit der 
Basisplatte oder -folie gebracht. Der Klebstoff verfullt dann 
restliche Volumenfreiraume in den Ausstanzungen oder 
Aussparungen der Basisplatte, welche aktive und/oder pas- 

50 sive Bauelemente aufweist. Mit Ausharten oder mit begin- 
nendem Verne tzen kann dann die Klebertransferfolie, die 
beispielsweise aus PTFE besteht, abgezogen werden. 
[0014] Der so erhaltene Komponentenlayer besitzt nur 
eine sehr dunne Kleberschicht, die sich nahezu au'sschlieB- 

55 lich im Bereich der Aussparungen oder Ausnehmungen der 
Basisplatte befindet und die dort eingebrachte Bauelemente 
fixiert. Eine verbleibende, nur eine geringe Restwelligkeit 
aufweisende Oberflachenform laBt. sich bei einem nachsten 
Schritt, z. B. dem Auftragen eines Overlays, im Sinne eines 

60 Mehrsrufenausgleichs vollstandig elimmieren. 

[0015] Es liegt. im Sinne der Erfindung, daR das Ubertra- 
gen des Klebstoffs mit. Hilfe der Trans ferfolie und das In- 
kontakibringen mil. der Basisplatte im Vakuum erfolgen 
kann. so daR unerwiinschte Einschliisse von Lull oder Gasen 

65 verb i ride ri werden konnen. 

1 00 16 1 Bei einer bevomigien Ausfiihrungsfonii der lirlin- 
ilung isi auf einer unteren Fiigeplatte einer an si eh bekannten 
Fugevorrichtung eine Anlikleberhaftbeschichiung oder eine 
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AntikJeberfolie aufgebracht. Die Basisplatte oder -folie wird 
auf diese mil der Beschichtung versehenen unteren Ftige- 
platte aufgelegt und mil Bauelementen bestiickt. 
[0017] Auf einer oberen Fugeplatte der Fugevorrichtung 
wird dann die vorerwahnte Klebertransferfolie fixiert, wobei 5 
dieses durch Vakuumoffnungen oder elektrostatisch mog- 
lich ist. Die Klebertransferfolie weist Klebstoffinseln ent- 
sprechend der Konflguration der Ausstanzungen oder Aus- 
sparungen in der Basisplatte oder -folie und den dort aufge- 
nomnienen bzw. befindlichen Bauelementen auf. 10 
[0018] Uber eine Relativbewegung der Fugeplatten zuein- 
ander bzw. Bewegung der oberen Fugeplatte zur unteren Fu- 
geplatte wird der Klebstoff ubertragen und es erfolgt ein 
Verfullen der Ausnehmungen oder Aussparungen formge- 
bend unter Erhalt einer im wesentlichen ebenen Oberflache. 15 
[0019] Mit beginnendern Vemetzen oder Ausharten des 
Klebers wird dann die Klebertransferfolie entfernt und es 
steht der Komponentenlayer zur weiteren Verarbeitung zur 
Verfugung bzw. kann der Fugevorrichtung entnommen wer- 
den. 20 
[0020] Die Klebstoffinseln konnen mit bekannter Maskie- 
rungs- oder Siebdrucktechnik aufgebracht werden. 
[0021] Die Auswahl der jeweiligen Klebstoffmenge er- 
folgt in Abhangigkeit von der jeweiligen Bauelemente-Be- 
stiickung, insbesondere dem freien, verbleibenden Restvo- 25 
lumen, nachdem die Bauelemente in die Aussparungen oder 
Ausnehmungen der Basisplatte eingesetzt bzw. eingelegt 
wurden. 

[0022] Wie erwahnt, kann die Klebertransferfolie und/ 
oder die Antikleberfolie auf der jeweiligen Fugeplatte uber 30 
dort vorgesehene Vakuumoffnungen gehalten werden. 
[0023] In einer Ausfuhrungsform kann die Klebertransfer- 
folie mit einer Haltelasche oder -klammer an der oberen Fu- 
geplatte befestigt werden, so daB beim Entfemeri dieser die 
Klebertransferfolie vom Komponentenlayer mitgenpmmen 35 
und abgezogen wird. 

[0024] Anstelle einer flexiblen Folie zum Transfer des 
Klebers kann auch eine starre Platte Verwendung finden. 
[0025] EbenfaUs besteht die Moglichkeit, den Klebstoff 
unmittelbar auf vorgegebene Bereiche der Basisplatte oder - 40 
folie aufzubringen und die Klebertransferfolie oder -platte 
in Verbindung mit den Fugeplatten zum gleichmaBigen Ver- 
teiien und Einpressen des Klebers in die Aussparungen oder 
Ausnehmungen zu nutzen. 

[0026] Zusatzlich besteht bei einer weiteren Alternative 45 
die Moglichkeit, auf der Antikleberhaftbeschichtung oder 
der Antikleberfolie der unteren Fugeplatte Klebstoffinseln 
entsprechend den Aussparungen oder Ausnehmungen in der 
Basisplatte oder -folie aufzubringen; so daB auf beiden Sei- 
(en des Komponentenlayers mit jeweils minimaler Kleb- 50 
stoffmenge eine gewunschte ebene Oberflach en konflgura- 
tion sichergestellt werden kann. 

[0027] Es liegt. im Sinne der Erfindung, daB das vorge- . 
slellte Verfahren nicht nur fur genorrnte . Kartenprodukte 
Verwendung finden kann, sondemdaB auf diese Weise auch 55 
Produkte realisiert werden konnen, die eine andersartige fla- 
chige Struktur besit.zen. 

[0028] Bei hohen St.uckzahlen wird nach einern weiteren 
Erfindungsgedanken irn Sinne eines kont.inuierlichen oder 
zyklischen Fertigungsprozesses die Klebertransferfolie uber 60 
ein Transportband gefuhrt, so daB in einem ersten Taki. der 
Klebstoff ubertragen werden kann. Auf der gegenuberlie- 
genden Seite eines schlaufenformig gefuhrten Endlosbands 
kann ein Auftragen von Klebstoffinseln erfolgen, so daB im 
nachsfen Takl nach Abheben des Bandes mil.'Klcberi.ransfer- 65 
folie und Wei lersch alien einer unteren Fugeplaite mil einer 
neuen Basisplatte, eni.hali.end eine Vielzahl von Ausstanzun- 
gen oder Aussparungen mit. dort befindlichen Bauelemen- 



ten, die vorangehend bestiickte, mit Kleber verseheneTrans- 
ferfolie zum Ubertragen des Klebers bereitsteht. 
[0029] Die Erfindung soli nachstehend anhand eines Aus- 
fuhrungsbeispiels sowie unter Zuhilfenahme einer Figur na- 
her erlautert werden. 

[0030] Die Figur zeigt hierbei eine prinzipielle Darstel- 
lung einer Fugevorrichtung, wie sie zur Realisierung des 
Verfahrens genutzt werden kann. 

[0031] Auf einer unteren Fugeplatte 1 einer Fugevorrich- 
tung ist eine Antikleberhaftbeschichtung oder eine Antikle- 
berfolie 2 aufgebracht und letztere z. B. durch Vakuumoff- 
nungen 3 gehalten. 

[0032] Eine Basisplatte 4, beispielsweise aus Kunststoff, 
besitzt eine Vielzahl von Ausstanzungen 5, in die jeweils 
elektronische Hybridschaltungen 6, enthaltend aktive und 
passive Bauelemente, sowie ein Primarelement eingelegt 
werden. 

[0033] Eine obere Fugeplatte 7 ist bezogen zur unteren 
Fugeplatte 1 beweglich. Die obere Fugeplatte 7 dient als 
Trager einer Klebertransferfolie 8, welche bezogen auf die 
dort befindlichen Klebstoffinseln 9 nicht haftend ausgebildet 
ist. Beispielsweise kann die Klebertransferfolie eine PTFE- 
Folie, aber auch eine PTFE-beschichtete Platte sein. 
[0034] Die Klebstoffinseln 9 werden entsprechend der 
Konflguration der Ausstanzungen 5 in der Basisplatte 4 auf- 
gebracht, wobei die Menge des Klebstoffs jeder Insel sich 
am freien Restvolumen bemiBt, welches sich nach dem Ein- 
legen der elektronischen Hybridschaltung 6 in die entspre- 
chende der Ausnehmungen 5 ergibt. 

[0035] . Uber eine Bewegung der oberen Fugeplatte 7 mit 
Klebertransferfolie 8 und dort befindlichen Klebstoffinseln 
9 hin zur unteren Fugeplatte 1 wird der Klebstoff ubertragen 
und die Ausnehmungen oder Ausstanzungen 5 werden 
formgebend unter Erhalt einer im wesentlichen ebenen 
Oberflache verfiillt. Mit beginnendern Vemetzen oder Aus- 
harten des Klebers kann dann die Klebertransferfolie 8 ab- 
gezogen und entfernt werden. 

[0036] Es besteht weiterhin die Moglichkeit, durch eine 
nicht gezeigte Halteklammer beim Abheben oder Ab- 
schwenken der oberen Fugeplatte 7 fur eine Mitnahme der 
Klebertransferfolie 8 Sorge zu tragen, so daB sich die Tech- 
nologie hierdurch vereinfacht. 

[0037] Durch das gezielte vorbestimmte Aufbringen und 
Ubertragen einer minimierbaren Klebstoffmenge gelingt es, 
die Kosten pro Einheit eines gefertigten Komponentenlayers 
zu reduzieren und es stellt sich eine wesentliche Verbesse- 
rung der Oberflachenqualitat des Halbfertig- oder Zwi- 
schenprodukts ein. Durch die gleichmaflige Flachenpres- 
sung bei Relativbewegung von oberer Fugeplatte zu unterer 
Fugeplatte verteilt sich der Klebstoff der Klebstoffinseln bis 
zu den Kanten oder Randbereichen der Ausstanzungen oder 
Aussparungen in der Basisplatte, ohne daB ein seitliches 
nennenswert.es Herausquellen, welches unerwtinscht. ist, 
eintritt. 

[0038] In einer Modification kann bei einem weiteren 
Ausfuhrungsbeispi.el auch die unr.ere Folie 2, die sich auf der 
unteren Fugeplatte 1 befindet, mil. Klebstoffinseln' versehen 
sein, was insbesondere dann von Vorteil ist, wenn die ver- 
bleibenden Frei- oder Zwischenraume der elektronischen 
Hybridschaltung 6 auBerordentlich gering oder nicht. vor- 
handen sind, jedoch die Schallung selbst. eine unebene 
Struktur auf beiden Seiten aufweist. 

[0039] Alles in allem gelingt es mil. der Erfindung, ein we- 
sentlich verbessertes Verfahren zur HersteLlung von Kompo- 
nentenlayer * anzugeben. welches mil einem minimal en 
Klebstoffeinsatz auskomini und das bereit.s beim Zwischen- 
produkt. fur eine auBerordentlich ebene glat.te Oberfia'chen- 
struktur sorgi, so daB bei nachfolgenclen Schrit.t.en, insbeson- 
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dere dem Aufbringen eines Oberlays, noch vorhandene 
Restwelligkeiten beseitigt werden konnen. 

Bezugszeichenliste 

5 

1 untere Fiigeplatte 

2 Antikleberfolie 

3 Vakuumoffnungen 

4 Basisplatte 

5 Ausstanzungen oder Ausnehmungen 10 

6 elektronische Hybrids chaltung 

7 obere Fiigeplatte 

8 Klebertransferfolie 

9 Kiebstoffinseln 

15 

Patentanspriiche 

1. Verfahren zum Herstellen eines Komponentenlay- 
ers, enthaltend aktive und/oder passive Bauelemente 
zur Fertigung von Karten, insbesondere Chipkarten, 20 
ED-Karten oder dergleichen, wobei die Bauelemente in 
Ausstanzungen oder Aussparungen einer Basisplatte 
oder -folie aufgenommen und mittels eines Klebers fi- 
xiert sind, dadurch gekennzeichnet, daB 

auf einer unteren Fiigeplatte einer Fiigevorrichtung 25 
eine Antikleberhaftbeschichtung oder eine Antikleber- 
folie aufgebracht, weiterhin die Basisplatte oder -folie 
aufgelegt und mit den Bauelementen bestiickt wird; 
auf einer oberen Fiigeplatte der Fiigevorrichtung eine 
Klebertransferfolie befindlich ist, welche Klebstoffin- 30 
seln entsprechend der Konfiguration der Ausstanzun- 
gen oder Aussparungen in der Basisplatte oder -folie 
und den dort befindlichen Bauelementen aufweist; 
iiber eine Relativbewegung der Fiigeplatten zueinander 
der Klebstoff iibertragen und die Ausnehmungen oder 35 
Ausparungen formgebend unter Erhalt einer im we- 
sentlichen ebenen Oberflache verfullt werden; und 
mit beginnendem Vernetzen oder Ausharten des Kle- 
bers die Klebertransferfolie entfernt und der Kompo- 
nentenlayer zur weiteren Verarbeitung der Fiigevor- 40 
richtung entnommen wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Kiebstoffinseln mittels Siebdrucktechnik 
aufgebracht werden. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 45 
zeichnet, daB die Klebstoffmenge in Abhangigkeit von 
der jeweiligen Bauelementen-Bestiickung, insbeson- 
dere dem freien, verbleibenden Restvolumen gewahlt 
wird. 

4. Verfahren nach einem der vorangegangenen An- 50 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Klebertrans- 
ferfolie und/oder die Antikleberfolie auf der jeweiligen 
Fiigeplatte uber dort vorgesehene Vakuumoffnungen fi- 
xiert. sind. 

5. Verfahren nach einem der vorangegangenen An- 55 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Klebertrans- 
ferfolie bezogen auf den Klebstoff antihaftend ausge- 
bildet ist. 

6. Verfahren nach . einem der vorangegangenen An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Kleberirans- 60 
fer folie mil. einer Haltelasche oder -klammer an der 
oberen FiigepkiUe befesligl. ist, so daB beim Entlernen 
dieser die Klebcriransfcrfolie vom Komponenren layer 
abgezogcn wird. 

7. Verfahren nach einem der vorangegangenen An- 65 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB anstelle einer 
Klebertransferfolie cine Kleberirans fcrplal.ie cingeset.zi 
wird. 
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8. Verfahren nach einem der vorangegangenen An- 
spruche* dadurch gekennzeichnet, daB der Kleber un- 
mittelbar auf vorgegebene Bereiche der Basisplatte 
oder -folie aufgebracht und die Klebertransferfolie 
oder -platte in Verbindung mit den Fiigeplatten den 
Kleber zur Bildung einer im wesentlichen ebenen 
Oberflache verteilt. 

9. Verfahren nach einem der vorangegangenen An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB zusatzlich auf 
der Antikleberhaftbeschichtung oder der Antikleberfo- 
lie der unteren Fiigeplatte Kiebstoffinseln entsprechend 
den Aussparungen oder Ausnehmungen der Basisplatte 
oder -folie aufgebracht sind. 
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